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(57)摘要

一种一体式电力电子器件散热结构，该散热

结构包括机箱主壳体，在主壳体内固定安装有至

少一个密封腔体，将电力电子器件的引脚朝上与

电路板焊接固定形成电路板组件，将高导热系数

绝缘胶灌封到密封腔体中，将电路板组件以电力

电子器件的本体散热面朝下，使得电力电子器件

的本体深入密封腔体内，使得高导热系数绝缘胶

密封电力电子器件的本体散热面。
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1.一种一体式电力电子器件散热结构，其特征在于，该散热结构包括机箱主壳体，在主

壳体内固定安装有至少一个密封腔体，

将电力电子器件MOSFET的引脚朝上与电路板焊接固定形成电路板组件，

将高导热系数绝缘胶灌封到密封腔体中，

将已经完成电力电子器件MOSFET安装的电路板组件以电力电子器件的本体散热面朝

下，使得电力电子器件的本体深入密封腔体内，使得高导热系数绝缘胶密封电力电子器件

的本体散热面；

密封腔体是条形插槽结构；

对机箱进行烘烤加速高导热系数绝缘胶的凝固，或者对机箱自然晾干，使得高导热系

数绝缘胶自然凝固。

2.一种一体式电力电子器件散热结构组装方法，其特征在于，包括以下步骤：

在机箱主壳体内固定安装有至少一个密封腔体，

将电力电子器件MOSFET的引脚朝上与电路板焊接固定形成电路板组件，

将高导热系数绝缘胶灌封到密封腔体中，

将已经完成电力电子器件MOSFET安装的电路板组件以电力电子器件的本体散热面朝

下，使得电力电子器件的本体深入密封腔体内，使得高导热系数绝缘胶密封电力电子器件

的本体散热面，

对机箱进行烘烤加速高导热系数绝缘胶的凝固，或者对机箱自然晾干，使得高导热系

数绝缘胶自然凝固。
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一体式电力电子器件散热结构及其组装方法

技术领域

[0001] 本发明属于电力电子器件技术领域，特别涉及一种一体式电力电子器件散热结构

及其组装方法。

背景技术

[0002] 目前新能源汽车、轨道交通、工业控制等领域，如车载充电机、直流交换器、交流交

换器、二合一系统集成及三合一系统集成等，都会使用并且集合MOSFET、IGBT电力电子器件

到PCB板上，从而实现电路的开关控制。由于MOSFET，IGBT电力电子器件在实现电路的开关

控制中具有可靠、精确、寿命长和工作频率高等优点，因而得到广泛的使用。而MOSFET，IGBT

电力电子器件的本身功率损耗会带来严重的发热，如何解决器件温升，保证电路正常工作，

成为了在电路设计中必须解决的问题。

[0003] 在将MOSFET、IGBT电力电子器件集合到PCB板上后，现有的解决散热问题的方法大

多使用先将MOSFET、IGBT电力电子器件使用螺钉固定组装到一个固定壳体结构上，然后将

整个固定壳体结构和主壳体组装，使用螺钉将固定壳体与主壳体固定，然后再组装到电路

板上。根据实际电路的拓扑结构，这样的MOSFET、IGBT电力电子器件与电路板焊接的引脚从

十几个、几十个到近百个不等。可以想象，在电路板组装过程中，仅仅是组装这些引脚从十

几个到几十个到近百个的难度就非常大，从而对尺寸精度、组装工艺、生产效率、产品良率

产生很大影响，给产品的生产带来报废和返工等严重困扰。另外，在电路板组装完成后，还

要进行焊接动作。这些数量较多的引脚焊接工作量很大，增加了设备的投入和瓶颈工站的

时间。如图4所示，为现有的MOSFET、IGBT等电力电子器件的壳体固定散热结构。首先将第一

器件MOSFET  2、第二器件MOSFET  5与器件座组装，组装完成后用压紧弹片10压紧，然后再用

螺钉7将MOSFET器件拧紧到器件座壳体上，最后将器件座用螺钉8固定在螺柱9上，而螺柱9

是与机箱的金属主壳体是紧固的。这种方法经过复杂的安装过程和多个零件的组装，组装

零件多，因此，考虑到多个零件的公差，对产品的尺寸精度等要求高。如图4所示第一器件

MOSFET  2和第二器件MOSFET  5焊接引脚多，在与第一待组装电路板1对准焊接引脚时非常

困难，导致组装过程复杂。器件引脚对不准会导致产品报废多。由于第一器件MOSFET  2和第

二器件MOSFET  5焊接引脚多，需要投入焊接设备来进行焊接，且焊接时间长成为瓶颈工站。

而且由于零件多，且第一器件MOSFET  2和第二器件MOSFET  5为发热源，器件之间无法充分

的接触，多个器件间容易存在间隙和空气，导致了器件散热效果差，进而影响第一器件

MOSFET  2和第二器件MOSFET  5的性能参数和寿命。

[0004] 还有一种解决方法是，先把MOSFET、IGBT电力电子器件用工装治具折弯，然后与主

壳体组装固定。这样的做法，由于将MOSFET、IGBT电力电子器件用工装治具折弯后，器件水

平方向增加了面积，因而在结构设计上减少了空间结构的有效利用，不能满足现在对产品

轻，薄，短，小的发展趋势要求。同时，这些引脚数量从十几个、几十个到近百个，还是需要和

电路板组装和焊接，同样会有前述的问题。可见这种方法不仅限制了结构设计的有效使用，

还导致导致体积变大、重量增重、成本增加和能耗的增加。如图5所示，为现有的电力电子器
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件MOSFET、IGBT等器件带折弯散热结构。首先将绝缘垫片12和19与金属壳体16采用工装治

具组装，然后将电子器件11和15组装在绝缘垫片12和19上面，然后将压紧弹片13、螺钉14、

压紧弹片18、螺钉17组装，最后将电子器件11和15的焊接引脚与电路板20对准组装后焊接。

从以上可以看出，此组装结构零件多，对产品精度要求高，组装过程需要工装治具和折弯治

具，且电子器件11和15的焊接引脚与电路板20对准组装过程中，组装对准困难且组装后需

要焊接设备。因此，这种方法零件多、模具多、工装治具、折弯治具多、投入设备多，导致产品

成本高，生产效率低。

发明内容

[0005] 本发明提供一种一体式电力电子器件散热结构及其组装方法，目的在与克服现有

的电力电子器件散热结构组装复杂成本高昂的问题。

[0006] 本发明的实施例之一，一种一体式电力电子器件散热结构，该散热结构包括机箱

主壳体，在主壳体内固定安装有至少一个密封腔体。将电力电子器件的引脚朝上与电路板

焊接固定形成电路板组件，将高导热系数绝缘胶灌封到密封腔体中。将电路板组件以电力

电子器件的本体散热面朝下，使得电力电子器件的本体深入密封腔体内，使得高导热系数

绝缘胶密封电力电子器件的本体散热面。对机箱进行烘烤加速高导热系数绝缘胶的凝固。

[0007] 本发明电力电力电子器件一体式散热结构由于结构简单，组装过程简易，没有对

准安装焊接引脚，没有单独固定壳体，组装过程没有再次焊接没有焊接设备投入等优点，因

此，生产效率高，组装零件少，模具投入少，设备投入少，成本等优点。

附图说明

[0008] 通过参考附图阅读下文的详细描述，本发明示例性实施方式的上述以及其他目

的、特征和优点将变得易于理解。在附图中，以示例性而非限制性的方式示出了本发明的若

干实施方式，其中：

[0009] 图1是本发明实施例中电力电子器件散热结构示意图。

[0010] 图2是本发明实施例中电力电子器件散热结构分离状态示意图。

[0011] 图3是本发明实施例中电力电子器件散热结构的组装过程示意图。

[0012] 图4是现有电力电子器件MOSFET的壳体与螺钉固定组装的示意图。

[0013] 图5是现有电力电子器件MOSFET电路板焊接折弯引脚结构示意图。

[0014] 1——第一待组装电路板，2——第一器件MOSFET，3——金属主壳体，4——高导热

系数绝缘胶，5——第二器件MOSFET，6——组装完成的电路板，7——第一螺钉，8——第二

螺钉，9——螺柱，10——第一压紧弹片，

[0015] 11——第三器件，12——第一绝缘垫片，13——第二压紧弹片，14——第三螺钉，

15——第四器件，16——金属壳体，17——第四螺钉，18——第三压紧弹片，19——第二绝

缘垫片，20——第二待组装电路板。

具体实施方式

[0016] 根据一个或者多个实施例，如图1和图2所示，一体式电力电子器件散热结构，其中

包括待组装电路板1，器件MOSFET  2，金属主壳体3，高导热系数绝缘胶4，器件MOSFET  5。
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[0017] 根据一个或者多个实施例，如图3所示，为一种电力电子器件一体式散热结构的组

装状态示意图。在电路板公司生产过程中，首先将电路板1与器件MOSFET  2和器件MOSFET  5

进行焊接后的组件出货到组装工厂；接着，在金属主壳体3中的密封腔体中，把高导热系数

绝缘胶4在确定用量后，灌封到金属壳体3中的密封腔体中。然后如图3所示，将组装完成后

的电路板组件6，与金属主壳体3进行组装。这个时候，金属主壳体的密封腔体灌封了高导热

系数绝缘胶4。组装完成后的组件如图1所示，根据产品设计需要，可以将组件进行烘烤加速

高导热系数绝缘胶4凝固，或者不进行烘烤让其自然凝固即可。密封腔体可以采用条形插槽

结构。

[0018] 值得说明的是，虽然前述内容已经参考若干具体实施方式描述了本发明创造的精

神和原理，但是应该理解，本发明并不限于所公开的具体实施方式，对各方面的划分也不意

味着这些方面中的特征不能组合，这种划分仅是为了表述的方便。本发明旨在涵盖所附权

利要求的精神和范围内所包括的各种修改和等同布置。
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图2
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图3
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图4
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图5
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